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Leiterpiatte 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erhohung der Bestuckungsdichte einer Lei- 
terpiatte mit oberflachenmontierbaren elektrischen Bauteilen. 

5 

Es ist bekannt, dass zur Verkleinerung von Schaltungsaufbauten oberfiachenmon- 
tierbare elektrische Bauteiie (SMD -- surface mounted devices) verwendet werden. 
Diese SMD-Bauteile werden dabei auf einer oder beiden Seiten einer Leiterpiatte 
- ■ aufgebracht., Ein Nachteil der Anordnung ist, dass auf Grund der steigenden Werte 

10 der zu verarbeitenden Frequenzen die Abstande der SMD-Bauteile zu groB sind. 
Damit ist ein erheblicher Sclialtungsmeliraufwand verbunden um zu grolie Signal- 
laufzeiten zu kompensieren. Ein weiterer Nachteil dieser Anordnung Ist, dass die Be- 
stuckungsdichte der Leiterpiatte nicht beliebig erhoht werden kann. Somit sind der 
Bestiickung einer Leiterpiatte naturliche Grenzen in Form der geometrischen Aus- 

15 mafie eines SMD-Bauteils gesetzt 

Aus EP 1 139 705 A1 ist eine gattungsgemaSe Leiterpiatte bekannt. Die Leiterpiatte 
bestelit aus-einem Kernsubstrat umfassend drei miteinander verpresste, elektriscti 
leitende Substrate, welche die elektrischen Bauelemente umschlieHen, sowie aus 
20 Kontaktierungsschichten, wobei jede Kontakfierungsschichtwiederum aus mehreren 
Schichten eines Dielektrikums besteht. 

Es ist somit Aufgabe der Erfindung eine Anordnung anzugeben, mit welcher unter 
Berucksichtigung eines einfachen Aufbaus und kurzer Signaiwege die BestQckungs- 
25 dichte einer Leiterpiatte mit SMD-Bauteilen erhoht werden kann. 


Diese Aufgabe wird mit der Anordnung gemali Patentanspruch 1 geiost. Vorteilhafte 
AusfOhrungen der Erfindung sind Gegenstand von Unteranspriichen. 
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-2- 

Die Anordnung zur Erhohung der BestQckungsdichte einer Leiterplatte mit oberfiS- 
chenmontierbaren elektrischen Bauteilen umfasst erfindungsgemSIS eine Leiterpiatte, 
welche durch zwei gegeneinander verpresste Folien mit einem dazwischen angeord- 
neten Dielektrikum gebildet tst. wobei mindestens eine der sich gegenQberiiegenden 
Seiten der Folien mit oberflachenmontierbaren elektrischen Bauteilen bestQckt ist, 
sowie in der Leiterpiatte vorhandene via holes zur Verbindung der beiden Folien, wo- 
bei jedes via hole eine direkte Verbindung der sich gegenQberiiegenden Seiten der 
Folien ist. 

Mit dieser Anordnung ist eine wesentlich hohere BestQckungsdichte der Leiterpiatte 
mogiich, da SMD-Bauteile tm Inneren der Leiterpiatte angeordnet sind, AuBerdem ist 
es mit der erfindungsgemaSen Anordnung mogiich, die Signalwege zwischen den 
SMD-Bauteilen zu verringem. 

Die Via holes sind Bohrungen und kSnnen irisbesondere Mikrovias sein und konnen 
mittels Bohr-, Galvanisieren- oder Atzverfahren hergestellt weiden. 

In einer ersten vorteilhaften AusfOhrungsform der Erfindung sind auf den sich nicht 
gegenQberiiegenden Seiten der Folien weitere SMD-Bauteile angeordnet. Dadurch 
lasst sich die BestQckungsdichte der Leiterpiatte mit SMD-Bauteilen welter erhdhen. 
Die eingesetzfen Folien sind vorteilhaft Cu-haltig. Es sind aber selbstverstandlich 
auch andere Maferialien mit einer hohen elektrischen Leitfahigkeit einsetzbar. 

In einer zweiten vorteilhaften Ausfijhrungsform weist die Leiterpiatte erste Kontaktie- 
rungen auf, welche auf mindestens einer Seite der Leiterpiatte ausgefuhrt sind. Mit 
diesen Kontaktierungen konnen z.B. elektrische Verbindungen zu anderen Leiterplat- 
ten hergestellt werden. Diese elektrische Verbindungen konnen z.B. Bondverbindun- 
gen oder Lotverbindungen zu anderen Leiterplatten oder elektrischen Bauteilen z.B. 
Mikrochips sein. 
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In einer weiteren vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung weist auf mindestens 
einer Seite der Leiterplatte eine weitere Schicht eines Dielektrikums sowie eine welte- 
rs Folie aufgebracht ist, 

Eine weitere vorteiihafte Ausfuhmngsform ist eine Stapelung der erfindursgsgemaSen 
Leiterplatte. 

Die Erfindung wird im weiteren anhand von Zeichnungen naher erlSutert, Es zeigen: 

Fig. 1 eine erste beispielhafte AusfOhrungsform einer erfindungsgemaBen Leiter- 
platte mit SMD-Bauteilen, welche auf einer Seite einer Foiie aufgebracht 
sind, 

Fig. 2 eine zweite beispielhafte AusfDhrungsfomi einer erfindungsgemaiSen Leiter- 
platte mit SIVID-Bauteilen, welche auf den sich zugewandten Seiten der bei- 
den Folien aufgebracht sind, 

Fig. 3 eine erfindungsgennafte Leiterplatte der zweiten beispielhiaften Ausfuhrungs- 
form mit Kontaktierungen, 

Fig. 4 eine weitere beispielhafte Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Leiter- 
platte mit weiteren Schichten aus pielektrikum und Folie. 

Fig. 1 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine erste Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemalien Leiterplatte 1 mit SMD-Bauteilen 2, welche auf 
der fnnenseite 3a einer Folie 3x,3y angebracht sind. Die SMD-Bauteile 2 sind zw- 
schen zwei Folien 3x,3y angeordnet und In ein Dielektrikum 4 eingebettet. Die Ver- 
bindung zwischen dem SMD-Bauteil 2 und der Folie 3x,3y ist eine Lfitverbindung 5. 
Fig. 2 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine zweite Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemaBen Leiterplatte mit SMD-Bauteiien 2, welche auf 
den Innenseiten 3a,3b beider Folien angebracht sind. 
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Fig. 3 zeigt in einem senkrechten Schnitt durch eine Leiterplatte eine erfindungsge- 
maUe Leiterplatte 1 mit Konfaktierungen 6a, 6b. Dabei sind erste Kontaktierungen 6a 
auf den AuSenseiten 3c.3d der Folien 3x,3y vorgesehen. An diese Kontaktierungen 
6a konnen z.B. weitere Mikrochips 7 Oder wettere Lotverbindungen 8 angebracht 
5 .werden, Via holes 6b bilden eine direkte Verbindung zwischen den beiden Folien 
3x,3y. Soinitdurcliiauft ein Signal auf seinem Weg von einer Foiie 3x zur gegenDber- 
liegenden FoIie 3y den kurzest mogfichen Weg. Das Signal durchlauft hiierfaei zwi- 
schen den beide Folien 3x, 3y ein einziges via hole 6b. 

10 Fig. 4 zeigt in einem senkrechten Sdinitt durch eine Leiterplatte eine weitere bei- 
spieihafte AusfQhrungsform einer erfindungsgemalien Leiterplatte 1. Auf den AuGen- 
seiten 3c, 3d der verpressten Folien 3x,3y sind weitere Schichten aus Dielektrikum 4 
und Foiie 3z angebracht. Zwischen den Folien 3z und den verpressten Folien 3x,3y 
kdnnen zweckmafiig Kontaktierungen 6c, z.B. via holes, ausgefiihrt sein. 


Patentanspruche 


1 . Anordnung zur ErhQhung der BestOckungsdichte einer Leiterplatte {1 ) mit ober- 
5 fiachenmontierbaren elektrischen Bauteilen (2), wobei die Leiterplatte (1) durch 

zwei gegeneinander verpresste Folien (3x, 3y) mit einem dazwisciien angeord- 
neten Dielel<trikum (4) gebildet ist und wobei mindestens eine der sich gegenu- 
berliegenden Seiten (3a, 3b) der Folien (3x,3y) mit oberflSchenmontierbaren e- 
lektrisclien Bauteilen (2) bestuckt ist, dadurch gekennzelchnet, dass 
10 zur Verbindung der beiden Folien (3X, 3y) in der Leiterplatte (1) via holes (6b) 

vorhanden sind, wobei jedes via hole (6b) eine direkte Verbindung der sich ge- 
genOberliegenden Seiten (3a, 3b) der Folien (3x, 3y) ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass auf den sich 
nicht gegenuberliegenden Seiten {3c, 3d) der Folien (3x,3y) weitere oberfla- 

15 chenmontferbare eiektrische Bauteite (2) angeordnet sind. 

3. Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass auf mindestens einer Seite (3c, 3d) der Leiterplatte (1) eine wei- 
tere Schicht eines Dielektrikums (4) sowie eine weitere Foiie (3z) aufgebracht ■ 
-ist. 

20 4. Anordnung nach einem der vorangehenden AnsprOche. dadurch gekenn- 
zetchnet, dass die Folien (3x,3y,3z) Cu-haitig sind. 

6, Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterplatte (1) erste Kontaktierungen (6a) aufweist, welche 
auf mindestens einer Seite (3c. 3d) der Leiterplatte (1) ausgefQhrt sind. 


25 6. 


Anordnung nach einem der Anspruche 3-5, dadurch gekennzeichnet, dass 
zwischen den verpressten Foiien (3x,3y) und derweiteren Folie (3z) via holes 
(6c) ausgefuhrt sind. 


Anordnung nach einem dervorangehenden AnsprQche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die oberfiachenmonfierbaren elektrischen Bauteile (2) Wider- 
stande, Spulen oder Kondensatoren sind. 

Stape! mit mehreren aufeinander angeordneten Leiterplatten (1) nach einem der 
vorangehenden AnsprQche. 


Zusanninienfassung 


Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Erhohung der BestQckungsdichte einer Lei- 
5 terplatte (1) mit oberflachetimontierbaren eiektrischen Bauteilen (2), wobei die Leiter- 
platte (1) durch zwei gegeneinander verpresste Folien {3x, 3y) mit einem dazwischen 
angeordneten Dielektrikum (4) gebildet ist und wobei mindestens eine der sicli gege- 
nQberliegenden Seiten (3a, 3b) der Folien {3x,3y) mit oberflachenmontierbaren eiekt- 
rischen Bauteilen (2) bestiJckf ist. GemSG der Erfindung sind zur Verbindung der bei- 
10 den Folien {3x, 3y) in der Leiterpiatte (1) via holes (Sb) vorhanden, wobei jedes via 
hole (6b) eine direkte Verbindung der sich gegenuberliegenden Seiten (3a, 3b) der 
Folien (3x, 3y) ist. 
(Fig. 3) 






